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1 Aceptabilidad de Ensambles Electrénicos

1 General

1.1 Alcance Esta norma es una coleccion de requisitos de calidad visual de aceptabilidad para ensambles electronicos. Esta
norma no proporciona criterios para la evaluacién transversal (cross-section).

Este documento presenta los requisitos de aceptacion para la fabricacion de ensambles eléctricos y electrénicos. Histoérica-
mente, las normas de ensamblaje de electrénicos contenian un tutorial mas amplio sobre principios y técnicas. Para una
comprension mas completa de las recomendaciones y requisitos de este documento, se puede utilizar este documento junto
con IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 y J-STD-001.

Los criterios de esta norma no estan destinados a definir los procesos para realizar operaciones de montaje ni a autorizar
la reparacion/modificacion o cambio del producto. Por ejemplo, la presencia de criterios para la union de componentes con
adhesivo no implica/ni autoriza/ni requiere el uso de adhesivo de fijacién, y la demostracion de que un cable puede ser en-
rollado en sentido del reloj no implica/ni autoriza/ni requiere que todos los cables/terminales de componente tengan que ser
enrollados en direccion del sentido del reloj.

Los Usuarios de esta norma deberian conocer los requisitos aplicables del documento y saber cémo aplicarlos, ver 1.3

Clasificacion.

IPC-A-610 tiene criterios fuera del alcance de J-STD-001 que definen requisitos mecanicos y otros requisitos de operacion.
La Tabla 1-1 es un resumen de los documentos relacionados.

Aceptabilidad

Tabla 1-1 Resumen de Documentos Relacionados
Propésito del
Documento Espec. # Definicion
Norma de IPC-2220-FAM | Requisitos del disefio que reflejan tres niveles de complejidad (Niveles A, B, y C) donde se
Disefio IPC-7351 indican geometrias mas finas, densidades mayores 0 mas pasos en el proceso para fabricar
IPC-CM-770 el producto.
Pautas de Proceso de Montaje y Componentes que ayudan en el disefio de la tarjeta sin
componentes, y el montaje, donde los procesos de la tarjeta sin componentes se concentran
en patrones de pistas para montaje en superficie, y el montaje se concentra en principios de
montaje en superficie y orificios con soporte que generalmente se incorporan al proceso de
disefio y la documentacion.
Tarjeta Impresa — | IPC-6010-FAM | Requisitos y documentacion de aceptacion para sustratos rigidos, rigido-flexibles, flexibles y
Requisitos IPC-A-600 otros tipos.
Documentacién IPC-D-325 Documentacién en la que se describen los requisitos de montaje o tarjetas sin componentes.
del Producto Los detalles pueden o no hacer referencia a las especificaciones de la industria o a las normas
Final de fabricacion, asi como a las preferencias del Usuario o a los requisitos de normas internas.
Requisito de J-STD-001 Requisitos para ensambles eléctricos y electrénicos soldados que describan las caracteristicas
Proceso Norma minimas aceptables del producto final, asi como los métodos de evaluacion (métodos de
prueba), la frecuencia de las pruebas y la capacidad aplicable de los requisitos de control
del proceso.
Norma de IPC-A-610 Documento ilustrativo interpretativo en el que se indican diversas caracteristicas de la tarjeta

y/o ensamble, segun corresponda, en relacién con las condiciones deseables que exceden las
caracteristicas minimas aceptables indicadas por la norma de rendimiento del producto final.
Ademas se reflejan las diversas condiciones fuera de control (indicador de proceso o defecto)
para ayudar a los inspectores de procesos de produccion a evaluar la necesidad de una
accion correctiva.

Programas de
Capacitacion

Capacitacion documentada para procesos, procedimientos, técnicas y requisitos.

(Opcional)
Retrabajo y IPC-7711/7721 | Documentacion que proporciona los procedimientos para lograr la extraccion y el reemplazo
Reparacion del recubrimiento de protecciéon y componentes, la reparacion de mascara de soldadura y la

modificacion/reparacion del material laminado, conductores vy orificios con soporte en la tarjeta
impresa.

El IPC-AJ-820 es un documento de apoyo que proporciona informacién sobre la intencion del contenido de esta especifi-
cacion y que explica o amplia el fundamento técnico para la transicion de los limites a través de los criterios de condicion
de Aceptable a Defecto. Ademas, proporciona informacion de soporte para dar una comprension mas amplia de las con-
sideraciones del proceso relacionadas con el rendimiento, pero que no suelen distinguirse mediante métodos de evaluacion

visual.

IPC-A-610H-SP

Septiembre 2020 1-1






